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Fig.1 剥離フィルムのイメージング像
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表面のシリコーン系剥離剤が酸化し剥離力が落ちていました。
Point A(正常)は剥離剤の有機シリコーンが検出されているのに対し、
Point B(異常)は無機シリカが検出されています。
酸化により有機シリコーンが無機シリカに変質し、剥離不良が生じました。
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Fig.3 PointAとBの
シリコン（Si)のスペクトル
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Fig.2 剥離フィルムのスペクトル
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接着面を保護する剥離フィルムが剥が
しにくい原因を探りました。
剥離不良部は、スジ状に観察(Fig.1)。
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剥離フィルムの剥離不良分析


